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赴義大利羅馬參加「2012歐洲電磁相容國際研討會
(2012 EMC Europ International Symposium on Electromagnetic Compatibility)」

1、 前言與目的
歐洲電磁相容技術論文國際研討會(EMC Europ International Symposium on Electromagnetic Compatibility )每年舉辦一次，今年(101) 於義大利羅馬舉行，有來自45國家計353篇論文被接受並於會中發表。

本局有1位人員出席此論文研討會並發表本局最新研發分析平台，崁入電磁場耦合方程式模型分析「微帶線阻抗匹配網路之輻射抑制」論文，並接受與會人員之技術諮詢，此舉可增加本局在國際之能見度。此外大會對諸多新興之技術也有多種專業研討會(workshops)藉由研討會得以瞭解全球此領域之技術及法規面趨勢走向，以作為政策制定及輔導產業方向之依據。本活動有相當多EMC專家參與，對將來推動我國與世界其他國家EMC標準檢測認驗證合作事務有相當之助益。
本局陳技正誠章發表“Radiation Suppression for Microwave Microstrip Impedance Transformers”。 
2、 活動行程簡述

· 9 月15日(星期六)：台北搭機赴羅馬。 
· 9月16日(星期日)：EMC Europ各會議議場位置實地訪察及準備報告資料
· 9月17日(星期一)：辦理報到手續，並快速瀏覽各session 的論文題目，以安排準備聆聽的會議場次
TU1 -Scalable Models for Efficient Design in EMC and SI Applications
TU2 - High Speed PCB Design
WS5 - Signal/Power Integrity Design on Chip, PKG,and PCB
· 9月18日(星期二)：參與keynote talk及專業論文發表
A1 - Reverberation Chambers
 Poster Sessions P1-1, P1-2,P1-3
A2 -EMC Testing
· 9月19日(星期三)：參與專業論文發表
A3 - Radiated Field Measurements
A4 - PCB I
Poster Sessions P2-1, P2-2,P2-3, P2-4
A5 - Near Field Measurements
· 9月20日(星期四)：參與專業論文發表
A6 -Antennas & Propagation 
B7 - PCB II
並發表論文Radiation Suppression for Microwave Microstrip Impedance Transformers
Poster Sessions P3-1, P3-2,P3-3, P3-4, P3-5
B8 - PCB III
· 9 月21 日(星期五)：參與專業論文發表 
WS7 - Automotive EMC

· 9月 22 -24日：羅馬(自費參訪)。
· 9月 25-26日：返國
3、 活動記要

1、 參加論文發表及大會活動記要
1. TU1 -Scalable Models for Efficient Design in EMC and SI Applications (電磁相容和訊號完整度有效率設計應用之可擴展模型   )
這個主題的大綱及主講者分別是:
(1) Scalable/ Parameterized Compact Models for Efficient Design in EMC and SI Applications, Francesco Ferranti, Ghent University, Ghent, Belgium 
(2) Parameterized Model Order Reduction Methods for Electromagnetic Solvers 
Giulio Antonini, University of L’Aquila, Italy
主要探討利用計算機輔助設計電磁相容和訊號完整度問題，其中特別討論到可擴展模型之應用。
2. TU2 - High Speed PCB Design(高速印刷電路板設計)
介紹高速印刷電路板設計之設計方法，從最簡單之集總元件，低頻電路開始到高頻電路及差動電路之設計
3. WS5 - Signal/Power Integrity Design on Chip, PKG,and PCB 
本節主要討論信號/電源完整性設計和建模，芯片，封裝，PCB水平的核心技術。它包括高效，準確的的宏觀模型生成方法的建模方法基於LIM或 FDTD，基於物理之via 模型，以及時域和頻域量測方法。
這個主題的大綱及主講者分別是:
(1) Challenges of Model Generation for Virtual Prototyping of SI/PI Problems,

Flavio Canavero, Politecnico di Torino, Italy 
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(2) Advanced PI/SI/EMI Simulation Techniques Based on Leapfrog Scheme

Hideki ASAI, Shizuoka University, Japan
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(3) Physics and Modeling of Vias in Printed Circuit Boards,

Christian Schuster, Hamburg University of Technology, Germany
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(4) Fundamental Mechanisms of Planar EBG Structures for PI/SI Applications

Antonio Orlandi, University of L’Aquila, Italy
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(5) Common-mode Radiation Suppression for Differential Signals Using Ground Resonator Technique,

Tzong-Lin Wu, National Taiwan University, Taiwan
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(6) Time and Frequency Domain Measurement for SI

Vittorio Ricchiuti, CPE Italia S.p.A., Italy
本篇為針對時域及頻域量測之介紹性文章
4. A1 - Reverberation Chambers(電波迴響室)

電波迴響室成為電磁應用的一種流行的替代測試設備。特別是，非常適合執行輻射功率測量或天線的效率。

Validation of a Two-Antenna Reverberation-Chamber Technique for Estimating the Total and Radiation Efficiency of Antennas
Christopher Holloway1, Richard S. Smith2, Colton R. Dunlap1, Ryan J. Pirkl1, John Ladbury1, William F. Young1, David A. Hill1, William R. Hansell2, Marc A. Shadish2, Kahle B. Sullivan2
1NIST, USA; 2ITT Exelis, Frederickburg
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5. A3 - Radiated Field Measurements(輻射場量測)

Experimental Characterization of a Reverberation Chamber Excited by the Source Stirring Technique
V. Mariani Primiani, P. Russo, G. Cerri

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Università Politecnica delle Marche,

Ancona, Italy
源攪拌技術的應用於電波迴響室量測，在很寬的頻率範圍1 GHz – 3 GHz，顯示效果令人滿意匹配，最後，施加到一個典型的工作，顯示是能夠滿足IEC 61000-4-21的要求

[image: image17.png]



6. A4 - PCB I(印刷電路板)
Impact of Planar Electromagnetic Band-gap Structures on IR-DROP and Signal Integrity in High Speed Printed Circuit Boards

Danilo Di Febo, Muhammet Hilmi Nisanci, Francesco de Paulis, Antonio Orlandi UAq EMC Laboratory

Department of Electrical and Information Engineering, University of L’Aquila L’Aquila, Italy
本文提出使用EBG來降低電元雜訊之干擾
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[image: image19.png]Voltage distribution on the PWR plane.




7. A5 - Near Field Measurements
Complex Near Electromagnetic Field Scanning on Printed Circuit Board

Fengchao Xiao*, Toshihiro Takatsu*, Kimitoshi Murano**, Yoshio Kami*

*Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications

** Department of Electrical and Electronic Engineering, Tokai University
本文提出了一種新的測量系統，使用複數近場掃描印刷電路板（PCB）。測量是基於在6port技術。最後印證本文提出之量測系統與直接使用網路分析儀量測的有效性
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Estimate on the uncertainty of predicting radiated

emission from near-field scan caused by insufficient

or inaccurate near-field data

Morten Sørensen, Ondrej Franek, Gert Frølund Pedersen

Antennas, Propagation and Radio Networking section,

Aalborg University

Andriy Radchenko, Keong Kam, David Pommerenke

EMC Laboratory

Missouri University of Science and Technology
近場掃瞄基於Huygens’box可被使用於印刷電路板之最大輻射預測，影響精確度主要是步階大小及相位精度，以下為本文結論
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8. A6 -Antennas & Propagation 
Mutual Coupling Reduction in MIMO Antennas at 5.6 GHz (WiMAX) Based on an Proposed Uniplanar Easily Fabricated Structure.

Stylianos D. Assimonis[1], Traianos V. Yioultsis[1], Melika Hinaje[2], Christos S. Antonopoulos
本文提出用於單一平面MIMO天線以減少互相耦合技術
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Spectrally-Enahnced Hybrid FVTD/PSTD Schemes for Electrically-Large EMC Structures

Nikolaos V. Kantartzis

Dept. of Electrical and Computer Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Thessaloniki GR-54124, Greece
本文提出3-D hybrid FVTD/PSTD方法用於大尺寸之EMC問題
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9. B7 - PCB II
Radiation Suppression for Microwave Microstrip Impedance Transformers
Nai-Chung Kuo, Cheng-Chang Chen, Han-Chang Hsieh,Jay-San Chen

Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)

Ministry of Economic Affairs Taipei, Taiwan

Cheng-Nan Chiu

Department of Electrical Engineering

Da-Yeh University Changhua, Taiwan
微帶線廣泛應用於各種電路，本文提出如何設計最小幅射之微帶線
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本局陳誠章技正發表論文

10. B8 - PCB III
Integrated Analytical and Numerical Modeling for System Level Conducted/Radiated Immunity Analysis
Xian-Ke GAO*1, Hou-Meng YIK#2, Boon-Hui LIM#3, Huapeng ZHAO*4, Binfang WANG*5, Er-Ping LI*6
本文提出系統層級傳導和輻射耐受性分析
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11. WS7 - Automotive EMC

汽車電氣/電子系統不斷地變得越來越複雜，並且一直縮短產品上市時間。因此，有一個強烈的需求，從設計階段開始，不斷提高工作效率在整個開發過程中，包含EMC相關的任務，直到全車驗證階段。本研討會介紹最近的汽車EMC的建模與模擬以及汽車測試和測量領域的概要介紹。包括系統，子系統，設備和元件EMC問題。主題將包括混合動力總成系統EMC分析，天線設計，設備設計，印刷電路板的優化，以及電子元件的特性分析
Simulation of CISPR25 Conducted Emissions Tests with Stochastic Wire Harness joint work of Markus Gonser¹, Christoph Keller¹, Jan Hansen¹, Robert Weigel² ¹ Robert Bosch GmbH, Germany ² Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg, Germany
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4、 結語與建議
參加本次研討會發現各國對電磁相容之發展不遺餘力，從元件分析到印刷電路板再到模組及系統層級之各種量測及數值模擬分析，所提出之各種新潁的技術及巧思令人嘆為觀止。

本局今年發表之文章為最新研發之分析平台崁入電磁場耦合方程式模型，以分析「微帶線阻抗匹配網路之輻射抑制」，由於具備高度創新，因此也吸引國際電磁相容大師Todd H. Hubing蒞場聆聽，並在本文發表後離開會議廳。
另外發現歐洲電磁相容研究大都非常務實，可以很明確的讓人了解從理論到實務之脈絡，在應用上將非常實用。反觀我國之研究似乎只有非常高深之問題才找得到研究經費，對於實務上之研究似乎是不容易得到資助。

本次的研討會，參加與會人員都是各單位具有代表性的人物，能參加這些活動並發表我國相關的研究，有助於我們了解國際現況，同時也對本局的國際化，具有相當大的幫助。因此，本局應多陪養相關國際人材，亦應多編列相關經費，以參與相關的國際標準及研討會活動。[image: image33.png]
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